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内容概要

　　电子组装技术是当前迅速发展的技术之一，表面组装技术作为电子组装技术的重要组成部分已广
泛应用于通信、计算机和家电等领域，并正在向高密度、高性能、高可靠性和低成本方向发展。
本书全面地介绍了表面组装技术，主要内容包括绪论、表面组装元器件、焊接用材料、印刷技术及设
备、贴装技术及设备、再流焊技术及设备、波峰焊技术及设备、常用检测设备、SMT辅助设备和SMT
生产系统。
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